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1 產業概況簡介

超級電腦，深藍（Deep Blue）擊敗頂尖棋士加里·

卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）。

人工智慧首度超越人類智慧

IBM
1997
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1

AI 工具機
對工件進行切削、鑽孔等…學習、自我優化

產業概況簡介

工具機邁向智慧化
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1

加工前

 設計變更

 廠商協作

 技術依賴高

 設備配置及調校

 加工策略與刀具選擇

加工中

 精密組裝與校準

 多軸量測設定

 刀具與耗材管理

 參數調校

 人力需求

 設備故障與停機

 加工精度與品質

 斷刀與刀具磨損預測

 加工過程異常監測

加工後

 人工瑕疵檢測

 設備故障維修

 維護耗材

 成品檢測

 數據回饋與持續優化

產業概況簡介

挑
戰

技
術

工具機的施作階段與面臨的問題
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2 專利布局分析

專利檢索策略

企業出題
 指定申請人
 指定技術內容

專利珍珠
 龍頭企業案件提取關鍵字
 龍頭企業案件其他處理

(人工排查)

A

B

關鍵字/IPC

檢索式

專利池

A B

展
開

涵
蓋
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2 專利布局分析

專利檢索策略

日本發那科
三菱集團
DMG(Dynamic Marketing Group)
中國西格數據
中國友機技術
MAZAK

工具機標的
加工技術與元件
AI類別及訓練
模型

限縮
B23|B24|B29|G05|G06

排除
A|E|G02B-27/00

申請人 關鍵字群組 IPC限縮/排除

西門子案件專利用語與其他申請人差異較大，另外透過人工篩選出專利珍珠，並設計檢索式。

主要檢索式

其他申請人檢索式
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2 專利布局分析

專利檢索策略

日本發那科
三菱集團
DMG
中國西格數據
中國友機技術
MAZAK

主要檢索式
(TRAINING DATA* OR 神 經 網 * OR NEURAL

NETWORK OR ニューラルネットワーク OR CNN OR

DNN OR RNN OR KNN OR 獲取[-3,4]特徵 OR 獲取[-

3,4]FEATURE OR 提 取 [-3,4] 特 徵 OR 提 取 [-

3,4]FEATURE OR EXTRACT*[-3,4] 特 徵 OR

EXTRACT*[-3,4]FEATURE OR 特徴[-3,4]抽出 OR 遺傳

[0,2]算法 OR 傅里葉 OR FOURIER OR 平滑先驗法 OR

淺層特徵 OR LEARNED[-2,4]MODEL OR AI MODEL*

OR ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR 訓練 OR 學習 OR

LEARNING)@AB,CL AND (工具機 OR 加工機 OR 加工

裝置 OR 工作機械 OR 機床 OR 車床 OR MACHINE OR

TOOL OR LATHE OR 工業裝置 OR 工業設備 OR 産業

機械 OR industrial machine OR 工业用机械)@TI,AB,CL

AND (刀具 OR 刃具 OR 切削 OR 主軸 OR 導軌 OR リニ

アガイド OR 滾珠螺桿 OR CUTTING TOOL OR

LINEAR GUIDE OR LINEAR RAIL OR BALL SCREWS

OR WIRE-CUT OR 线切割 OR ワイヤカット OR

SPINDLE)@TI,AB,CL,DE AND (模型 OR MODEL OR

モデル OR 參數 OR PARAMETER OR 特徵 OR

FEATURE OR 訓練資料 OR TRAINING DATA OR 函數

OR FUNCTION OR 機能 OR 関数 OR 演算法 OR

ALGORITHM OR アルゴリズム OR 數據 OR 資料 OR

DATA*)@TI,AB,CL AND ID=:20250430 AND (IC=B23*

OR B24* OR B29* OR G05* OR G06*) NOT (IC=A* OR

IC=E* OR IC=G02B-027*)

6805 7547

西門子集團

其他申請人檢索式
(西門子 OR Siemens)@PA NOT (Siemens Healthineers OR

Siemens Medical OR Siemens Healthcare OR SIEMENS

GAMESA OR TECHNOTEAM OR SIEMENS ENERGY OR

CYNORA OR DRESSLER GROUP OR SIEMENS WIND OR

Siemens Mobility OR SIEMENS VAI METALS OR VALEO

SIEMENS EAUTOMOTIVE OR 西門子醫療 OR 西門子醫

學)@PA AND (automation facility OR CNC OR field device OR

industrial automation arrangement OR industrial automation system

OR industrial control device OR industrial edge (ie) device OR

industrial facility OR industrial installation OR industrial machine

OR industrial object OR industrial plant OR lathes OR machine

axis OR machine tool OR manufacturing device OR manufacturing

machine OR milling machine OR process* engineering plant OR

production equipment OR production installation OR technical

device OR turning machine OR heavy machine OR 工具機 OR 工

業對象 OR 工業[1,3]裝置 OR 工業模擬 OR 技術設備 OR 工

業設施 OR 現場設備 OR 工業機器 OR 機床 OR 車床 OR 銑

床)@TI,AB,CL,DE AND (AI module OR AI solution OR AI

model OR AI based OR artificial intelligence OR CNN OR deep

learning OR deep q learning OR DNN OR feature extraction OR

learning algorithm OR machine learning OR ML algorithm OR

neural network OR RNN OR AI算法 OR 神經網* OR 人工智能

OR 特徵?取 OR 深度學習 OR 機器學習 OR 機械學

習)@TI,AB,CL AND ID=:20250430:

835 件

75.88%~90.78%

檢全率

76.57%~82.77%

檢準率

去重

總計

95% CI

件 件
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2 專利布局分析

專利趨勢

崛
起

12 min.

176

768

870

883
1076 max.

12 min.

1740 max.

1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

專利申請案

專利公開/公告案
新冠疫情

• 2016年
專利申請量快速成長

• 2020年
新冠疫情高峰，但專利申請量不減反增

• 2011~2025年
專利申請與專利公開/公告趨勢大致雷同

快速成長點
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2 專利布局分析

專利趨勢

崛
起

1131

3860

1806

295

165

88

53

52

57

29

4

7

2024-2025

2020-2023

2016-2019

2012-2015

2008-2011

2004-2007

2000-2003

1996-1999

1992-1995

1988-1991

1984-1987

1980-1983

2016年~2019年
自適應加工與斷刀檢知技術成熟

1992~1999年
機器學習進入製造業

2010~2015年
深度學習崛起

2020年~ 2023年
數位孿生應用、生成式AI應用
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2 專利布局分析

技術生命週期

成
長

子區間 技術生命週期走勢 狀態

1980年~1997年
緩步成長

與
基礎累積期

1997年~2012年
緩步成長

與
基礎累積期

2012年~2024年
爆發性成長

與
產業成熟期
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排名 國家/組織 趨勢 案件總量 佔比

1 中國 4703 61%

2 美國 885 12%

3 WIPO 749 10%

4 日本 654 8%

5 EPO 328 4%

2 專利布局分析

申請國別與趨勢

市
場

10

129

2

94

3

2
62

1 6

2014 2024

924

58

58

10

150

55中國

美國

WIPO
日本 EPO 其他

台灣
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2 專利布局分析

IPC概覽

技
術

一階級IPC 分類號涵義 技術重點 下位IPC 簡易技術說明

B 作業；運輸 工具機

B24B 37/00、B24B 37/005、B24B

49/00、B25、B25J

機床相關、刀具相關、切削相關、
自適應控制相關、磨削相關、拋光
相關、測量相關、校準相關、機械
手

G 物理
軟體應用

與
AI應用

G01、G01N、G05、G05B、G05B

13/00、G05B 13/02、G05B 19/00、
G05B 19/18、G05B 19/401、G05B

19/404、G05B 19/4065、G05B

19/4093、G05B 19/4097、G05B

19/4155、G05B 19/418、G05B

23/00、B05B 23/02、G06、G06F、
G06F 17/00、G06F 17/18、G06F

18/00、G06F 30/00、G06F 30/17、
G06F 30/27、G06K、G06K 9/00、
G06K 9/62、G06N、G06N 3/00、
G06N 3/02、G06N 3/04、G06N

3/0464、G06N 3/08、G06N 20/00、
G06Q、G06Q 10/00、G06Q 10/04、
G06Q 50/00、G06Q 50/04、G06T、
G06T 7/00、G06V、G06V 10/00

測量相關、控制相關、程式相關、
資料計算相關、機器學習相關、生
物模式、神經網路、體系建構、卷
積網路、學習相關、影像處理、影
像識別

H 電學 電子
H01、H01L、H01L 21/00、H01L

21/304

電氣元件、半導體相關、機械處理 736

649

419

413

376

359

332

319

257

256

255

253

237

237

233

B23Q 17/09

G06N 3/08

G06N 3/04

G06F 30/27

G05B 19/4155

G05B 19/404

G05B 19/418

G06K 9/62

G05B 19/18

G06F 30/17

G06N 3/0464

G05B 23/02

G05B 19/4065

G06Q 50/04

G05B 13/02
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2 專利布局分析

國際重點IPC

技
術

 中國、日本及台灣皆以B23Q 17/09 「切削相關」占最大宗。

 美國與世界智慧財產權組織則是G06N 3/08「學習方法」的案件數最多。

 歐洲的案件主要集中在G06N 3/04「人工生命」與G06N 3/08「學習方法」。

 除了中國大陸之外，其餘國家有部分技術重心落在G05B 19/404「補償相關」。
16



2 專利布局分析

技術×功效-檢索

加
工

出題企業指定加工階段之技術功效分析

7547件
檢準/檢全 >75%

技術檢索式 功效檢索式

技術功效矩陣分析

加工前 ×加工中 ×加工後

> >×

17



277

584

344

減少設備故障/提升壽命 生產效率 加工精度 成品品質 生產流程 降低硬體需求或提升性能

加工路徑

刀具壽命

刀具清單與排程

誤差預測與補償

加工參數

振動感測

數位孿生

熱變形

異常/撞擊監測

安全反應與機制

視覺檢測工件

保養排程規劃

異常分析與回饋

2 專利布局分析

加工階段-技術×功效

加
工

加
工
前

加
工
中

加
工
後

出題企業指定加工階段之技術功效分析
加工前 ×加工中 ×加工後

1st

2nd

3rd

18



2 專利布局分析

產業申請人

主
角

54

54

49

55

56

57

76

71

74

77

78

110

247

521

846

浙江大學

捷太格特公司

成都飛機工業集團

中科航邁數控軟體公司

西安交通大學

上海交通大學

荏原製作所股份有限公司

哈爾濱理工大學

南京航空航天大學

大連理工大學

重慶大學

華中科技大學

三菱集團

發那科股份有限公司

西門子集團

17

20

22

23

23

28

32

49

50

54

55

76

247

521

846

罗伯特·博世有限公司

友機技術有限公司

STRONG FORCE VCN PORTFOLIO 2019, LLC

大隈株式會社

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION

工業技術研究院

GOOGLE LLC

成都飞机工业集团

DMG森精機股份有限公司

捷太格特公司

中科航邁數控軟體公司

荏原製作所股份有限公司

三菱集團

發那科股份有限公司

西門子集團

27.33%
2063 /7547

公司

中國大專院校

公司

中國大專院校

排除中國大陸的大專院校 團隊與出題企業共識
貼近趨勢與需求
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2 專利布局分析

前十大產業界申請人之申請趨勢

動
態

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

西門子集團

發那科股份有限公司

三菱集團

荏原製作所股份有限公司

中科航邁數控軟體公司

捷太格特公司

DMG森精機股份有限公司

成都飞机工业集团

GOOGLE LLC

工業技術研究院

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
6

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

總申請趨勢 各申請人申請趨勢
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2 專利布局分析

前十大產業界申請人之申請國別分布

動
態

WIPO EPO 中國 美國 德國 英國 台灣 日本

西門子集團

發那科股份有限公司

三菱集團

荏原製作所股份有限公司

中科航邁數控軟體公司

捷太格特公司

DMG森精機股份有限公司

成都飞机工业集团

GOOGLE LLC

工業技術研究院中國,594

WIPO,409

美國,361

日本,311

EPO,217

台灣,49
英國,1
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2 專利布局分析

台灣-專利趨勢

台
灣

1 min.

11

12

28

27

42 max.

0 min.

46 max.

2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

新冠疫情

快速成長點

專利申請案

專利公開/公告案
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2 專利布局分析

台灣-技術生命週期

台
灣

子區間 技術生命週期走勢 狀態

1996年~2017年 萌芽與低發展期

2018年-2024年 爆發性成長期
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2 專利布局分析

台灣-前十大申請人

台
灣

4

5

5

5

5

6

7

7

14

21

馮柏彥

SCREEN HOLDINGS CO., LTD.

國立中正大學

國立勤益科技大學

日商斯庫林集團股份有限公司

國立中興大學

國立虎尾科技大學

日商三菱電機股份有限公司

財團法人工業技術研究院

日商荏原製作所股份有限公司

日商荏原製作所股份有限公司
泵浦、渦輪機

日商斯庫林集團股份有限公司
半導體設備製造商

SCREEN HOLDINGS集團
半導體設備、液晶生產設備

24

日商三菱電機股份有限公司
電器與電子產品製造商

外商申請人



2 專利布局分析

重要專利申請人

聚
焦

7547件
檢準/檢全 >75%

排除中國大專院校

人工閱讀

866件
佔比11.47%

技術分類

690件
佔比9.1%

2063件
佔比27.33%

大趨勢一致 進一步聚焦

各加工階段
技術×功效分析

產業界
前十五大申請人

重要專利申請人
西門子集團、三菱集團、友機技術、
西格數據、發那科、DMG 、 Mazak集團

1709件





企業出題

家族去重
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2 專利布局分析

技術魚骨圖

魚
骨

B1.表面品質檢測
B2.健康監測與保養規劃
B3.能耗監控與分析

B  智慧運維與品質監控

C  智慧互動與知識應用
C1.語音控制與助理
C2.客服與警報處理
C3.文件與資料檢索

A  智慧加工控制

A1.加工參數最佳化與動態調整
A2.加工程式生成與最佳化
A3.加工模擬
A4.振動分析與抑制
A5.刀具狀態檢測
A6.工具機狀態檢測
A7.誤差建模與補償

AI技術於
工具機之應用

26



2 專利布局分析

技術分類總覽

技
術

1993 2000 2005 2010 2015 2020

A1.加工參數最佳化與動態調整

A2.加工程式生成與最佳化

A3.加工模擬

A4.振動分析與抑制

A5.刀具狀態檢測

A6.工具機狀態檢測

A7.誤差建模與補償

B1.表面品質檢測

B2.健康監測與保養規劃

B3.能耗監控與分析

C1.語音控制與助理

C2.客服與警報處理

C3.文件與資料檢索

數量結構 技術發展軌跡

78%12%
10%

技術A

168

56
67

32
49

96

69

17

59

7 4
20

46

A1A2A3A4A5A6A7B1 B2 B3C1C2C3

技術B 技術C

537

83 70
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2 專利布局分析

技術發展軌跡

軌
跡

發
展
先
驅

新
興
技
術

持
續
發
展

A1

A4

A6

A7

A7

B1

C1

C2

C3

1993 2000 2005 2010 2015 2020

A1.加工參數最佳化與動態調整

A2.加工程式生成與最佳化

A3.加工模擬

A4.振動分析與抑制

A5.刀具狀態檢測

A6.工具機狀態檢測

A7.誤差建模與補償

B1.表面品質檢測

B2.健康監測與保養規劃

B3.能耗監控與分析

C1.語音控制與助理

C2.客服與警報處理

C3.文件與資料檢索

2024
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2 專利布局分析

功效分類簡介

功
效

S.減少設備故障

T.提升生產效率

U.提升加工精度

V.提升成品品質

W.生產流程最佳化

X.延長設備壽命週期

Y.降低硬體需求或提升性能

Z.其它

1

2

3

146

192

135

88

120

32

25

34

S.減少設備故障

T.提升生產效率

U.提升加工精度

V.提升成品品質

W.生產流程最佳化

X.延長設備壽命週期

Y.降低硬體需求或提升性能

Z.其它
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2 專利布局分析

功效×技術-比對

突
出

146

192

135

88

120

32

25

34

S.減少設備故障

T.提升生產效率

U.提升加工精度

V.提升成品品質

W.生產流程最佳化

X.延長設備壽命週期

Y.降低硬體需求或提升性能

Z.其它

技術A.智慧加工
突出功效:T、U

609

86

77

技術B.智慧運為
與品質監控
突出功效:S

技術C.智慧互動
與知識應用
突出功效:T 、W

T

U
S

T

W
30



1

2

3

4
5

2 專利布局分析

技術×功效-熱點

熱
點

1st

技術A1 x功效U

技術A1 x功效T
透過 A1.加工參數最佳化與動態調整
達成 T.提升生產效率

透過 A1.加工參數最佳化與動態調整
達成 U.提升加工精度

透過 A6.工具機狀態檢測
達成 S.減少設備故障

技術A6 x功效S

2nd

3rd
功效分類
S~Z技術分類

A1~C3
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2 專利布局分析

技術×功效-分布

發展先驅68 52

47

38

S.減少設備故障

T.提升生產效率

U.提升加工精度 V.提升成品品質

W.生產流程最佳化

X.延長設備壽命週期

Y.降低硬體需求或提升性能

Z.其它

A1.加工參數最佳化與動態調整

A2.加工程式生成與最佳化

A3.加工模擬

A4.振動分析與抑制

A5.刀具狀態檢測

A6.工具機狀態檢測

A7.誤差建模與補償

B1.表面品質檢測

B2.健康監測與保養規劃

B3.能耗監控與分析

C1.語音控制與助理

C2.客服與警報處理

C3.文件與資料檢索

新興技術

32

分
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2 專利布局分析

重要專利申請人技術布局

布
局

1

36

1

52

2

76

1

11

1

34

9

2

9

1

45

10

16

2 2

12

2 2

11
9

12

6 7

1 1

10

1

48

35

4
1

15 16

33

3

10

4
2 2

6 5

30

14

1
3 33

11

17

2
5

39

2

DMG Mazak集團 三菱集團 友機技術 西門子集團 西格數據 發那科

技術A1.加工參數最佳化與動態調整

技術A2.加工程式生成與最佳化

技術A3.加工模擬

技術A4.振動分析與抑制

技術A5.刀具狀態檢測

技術A6.工具機狀態檢測

技術A7.誤差建模與補償

技術B1.表面品質檢測

技術B2.健康監測與保養規劃

技術B3.能耗監控與分析

技術C1.語音控制與助理

技術C2.客服與警報處理

技術C3.文件與資料檢索

1st 2nd 3rd西門子 發那科 三菱

33



三菱集團

2

重要專利申請人技術發展軌跡

軌
跡

西門子 發那科

2015 2024 2015 2024 2015 2024

A

C

B

技
術

專利布局分析

34



三菱集團西門子

2 專利布局分析

重要專利申請人-技術×功效布局

競
爭

熱區

S

T

U

V

W

X

Y

ZA1  A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 C1 C2 C3

西門子

!

! !

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 冷區

發那科

A1.加工參數最佳化與動態調整

A2.加工程式生成與最佳化

A3.加工模擬

A6.工具機狀態檢測

A7.誤差建模與補償

B3.能耗監控與分析

發那科

三菱集團

重疊 加總

冷區26%
35
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00總結
01數據

02重點

03精選

04關鍵



27.33%

產業界前十五大申請人2,063件

9.1%

精選690件

專利池 7,547件

01數據

起漲點
2016年

IPC
B 軟體應用與AI應用

G 工具機



02重點

在台申請人
日商荏原製作
斯庫林集團

工研院

申請國
中國
美國

WIPO

國際IPC
B23Q 17/09 「切削狀態」
G06N 3/08 「學習方法」
G06N 3/04 「人工生命」
G05B 19/404 「補償控制」

加工階段
加工前-刀具壽命
加工中-振動感測
加工中-異常/撞擊監測

技術

申請



03精選

發展先驅
A.智慧加工控制 51.4%

新興技術
C.智慧互動與知識應用 100%

三大技術分類
A.智慧加工控制
B.智慧運維與品質監控
C.智慧互動與知識應用

1st

技術A1 x功效U

技術A1 x功效T
透過 A1.加工參數最佳化與動態調整
達成 T.提升生產效率

透過 A1.加工參數最佳化與動態調整
達成 U.提升加工精度

透過 A6.工具機狀態檢測
達成 S.減少設備故障

技術A6 x功效S

2nd

3rd



04關鍵

1st 2nd 3rd西門子 發那科 三菱

熱區
A1.加工參數最佳化與動態調整

A2.加工程式生成與最佳化

A3.加工模擬

A6.工具機狀態檢測

A7.誤差建模與補償

B3.能耗監控與分析 冷區26%

全面發展ABC技術 偏重發展AB技術 偏重發展AB技術,近年投入C技術



1 2 3

專利產業 發展
布局分析概況簡介 策略建議

1 2 3

專利產業 發展
布局分析概況簡介 策略建議

1 2 3

專利產業 發展
布局分析概況簡介 策略建議



3 發展策略建議

關於出題企業-新代科技股份有限公司

企
業

長期專注於工具機領域
深耕機床控制器的軟體及硬體技術研發
主營產品涵蓋機床數控系統、伺服驅動、伺服電機、自動化專機

營運據點遍布多國
歐洲、美洲、亞洲，遍布台灣、中國大陸、馬來西亞、越南、
泰國、土耳其、美國及印度

2018併購「正鉑雷射股份有限公司」
拓展雷射加工與自動化設備領域

2018立子公司「聯達智能股份有限公司」
致力於智慧製造完整解決方案

2025台北國際工具機展（TIMTOS）
「Road to Green」為主題，展示工具機智慧化轉型升級

領
域

規
模

活
動

資料出處：公開資訊觀測站，新代科技於114/8/27召開的法人說明會提供的簡報
網頁連結：https://mopsov.twse.com.tw/nas/STR/775020250826M001.pdf
瀏覽日期：2025/08/28。
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G05B 控制或調節系統

B23Q 工具機部件

B23K 雷射加工

B25J 機械手

G06F 資料處理

G01D 變量測量

B24B 加工工藝

H02P 電機控制調節

B27C 木材用工具機

G01M 機械狀態測試

3 發展策略建議

前10大IPC競爭分析

優
勢

西門子 三菱 友機 西格數據 發那科 DMG Mazak

競爭

優勢

新代科技 v.s. 重要專利申請人

43



3 發展策略建議

新代科技的行動方案

行
動

能見度
成熟技術短期| 同業競爭力

技術冷區中期| 全球競爭力
高度整合長期|

技術A1
加工參數最佳
化與動態調整

技術B2
健康監測與保
養規劃

技術C1
語音控制與助理

國際
專利布局

智慧工廠

44



3 發展策略建議

45

給新代科技的布局策略

未
來

2030年
市場規模1,374.3億

CAGR 7.0%

布局

策略
Strategy
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專利布局模式-特定阻卻和迴避發明式

阻
卻

3 發展策略建議

競爭者研發方向及專利 一或數件專利
阻卻競爭者之技術發展  專利範圍薄弱

 容易遇到迴避設計

 特定技術阻斷
 因應不確定性

優點

缺點

Ad Hoc Blocking 
and 
Inventing Around
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專利布局模式-圍牆式

圍
牆

3 發展策略建議

競爭者研發方向及專利 一系列相關專利
封鎖競爭者之技術路徑  投入成本高

 「可專利性」的挑戰
 「重複申請」的挑戰

 保護多種實施方案
 阻絕技術變形繞道發展
 談判優勢

優點

缺點

Fencing
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技術×國家×夥伴

深
化

3 發展策略建議

B23K 雷射加工

G01D 變量測量

優勢技術

美國、中國、歐洲、

日本、南美洲、非洲

工具機市場
.

.

International CooperateTechnology

合作夥伴
政 府：本地化經營

我國企業：垂直整合

工 研 院：協作創新



隊長 江芃誼
Team Leader Jiang Peng Yi

國立台灣科技大學醫學工程研究所
Department of Medical Engineering, National Taiwan University of 
Science and Technology

隊員 蘇佳齡
Team Member Su Chia Ling

國立成功大學化學系
Department of Chemistry, National Cheng Kung University

智敬過去，進取新未來
Respect the past wisely and strive for the new future

2025

智取新未來
Wisdom for a New Future


